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第十五章　2024-2028年高端芯片行业投融资分析及发展前景预测
15.1　中国高端芯片行业投融资环境
15.1.1　美方制裁加速投资
15.1.2　社会资本推动作用
15.1.3　大基金投融资情况
15.1.4　地方政府产业布局
15.1.5　设备资本市场情况
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